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全文摘要
北交所近期举办了一场聚焦半导体产业链的电话会议，首席分析师深入介绍了会议要点。会议内容涵盖北交所上市公司的年度策略、市场策略报告、政策解读、财报深度分析、特色行业标的梳理及新股扩容情况，凸显了北交所在半导体产业中的关键角色，特别是在自主可控方面的重要性。分析师强调了当前市场状态、投资策略及对未来的市场展望，同时呼吁关注北交所半导体领域的高质量发展和投资机遇，还提到了可能的市场变动及重点推荐公司。此次会议为半导体行业投资者提供了宝贵的信息和洞察。

章节速览
00:00 北交所半导体产业链标的及后备军梳理
会议围绕北交所半导体产业链展开，包括已上市、拟上市及新三板挂牌公司，旨在梳理硬科技产业链标的及其后备力量，涵盖年度策略、市场政策、财报解读、特色行业分析及新股扩容等多维度内容，每周定期分享市场动态与深度分析。

02:13 半导体国产化与北交所创新企业机遇
对话聚焦于半导体国产化趋势及其在北交所的产业布局，强调了全球科技竞争背景下，半导体自主可控的战略重要性。提及了近期上市的半导体产业链相关企业，如腾讯精密、杰理科技等，以及北交所在材料、设备、设计等关键环节的专业型企业集群。对话还分析了人工智能、机器人、汽车电子等下游需求对行业复苏的推动作用，指出当前国产替代进程进入深水区，为创新企业提供历史性窗口期。

04:39 北交所半导体产业特色与增长分析
对话深入探讨了北交所在半导体产业的特色，指出北交所在材料环节有较多布局，而在设计环节较为薄弱，但随着吉利科技等公司的上市，这一状况正在改善。特别提到AI光通信封装成为新的增长点，以及紫光国芯等核心企业在北交所的活跃。此外，还分析了半导体产业链的上游、中游和下游环节，强调北交所公司在材料和设备环节的特色，以及集成电路作为产业核心的地位。

07:54 半导体材料国产化进程与北交所特色标的分析
对话深入探讨了半导体材料领域，特别是晶圆制造材料和封装材料的国产化进展，指出尽管部分环节仍依赖外资，但电子化学品、电子气体等已有突破。强调了12寸晶圆产线和先进封装产线增长叠加国产化政策推动下材料环节的重要性。介绍了北交所已上市和排队中的特色标的，如光学玻璃、半导体石英器件、电子级硅烷器等，以及未上市的OLED前端材料企业九目化学等，展现了材料环节的广阔前景与投资价值。

13:01 半导体设备行业分析与北交所关注标的
对话深入探讨了半导体设备行业，涵盖制造与封测设备的分类、价值分布及关键环节，强调了晶圆制造设备在总投资中的主导地位。同时，分析了北交所中值得关注的半导体设备及零部件企业，如中科仪、腾讯精密等，指出其在先进制程中的应用及市场潜力，反映了行业随下游扩产周期需求增长的趋势。

17:48 芯片设计与器件领域的优质公司分析
对话聚焦于芯片设计和器件领域的优质公司，如杰理科技、恒通光、奥迪威等，强调它们在蓝牙音视频、光通讯、传感器等领域的技术优势和市场地位。特别指出石英晶片作为数字电路核心元件的重要性，以及新玉红、云岭光电等在光模块芯片基座、光纤连接器等领域的创新产品。此外，还提到这些公司对于终端客户如中兴视通、英伟达、谷歌等算力厂商的贡献，预示明年将有更多优质标的进入市场，值得特别关注。

20:04 北交所与科创板在半导体产业链中的差异与机遇
对话探讨了北交所与科创板在半导体产业链中的不同关注点，指出北交所更聚焦于细分赛道的专业性企业，如设备综合仪、深色空间等高稀缺性公司，而科创板则汇聚头部foundry及设备材料厂商。北交所在材料、零部件、设计、封测等多环节覆盖，强调中国半导体产业自主可控进程中的细分领域突破，成为投资者布局中早期高弹性标的的重要市场。

22:51 北交所半导体产业链核心标的梳理
对话详细梳理了北交所半导体产业链的核心标的，涵盖IC设计、芯片模组分销、半导体器件、封装基板、陶瓷基板、管壳、半导体测试、检测仪器、设备及其零部件、材料等多个环节，涉及企业包括杰力科技、利尔达、恒通光、华联股份、中科仪、凯德石英等，强调了各细分领域的重要企业和技术特点，为投资者提供了全面的行业视角。

26:05 半导体产业链优质标的梳理与展望
对话围绕半导体产业链展开，重点介绍了多个值得重点关注的上市公司与排队企业，包括真空仪、恒通光、杰理科技等，及其在各自领域的独特优势与市场潜力。此外，还提到了下游客户及应用领域，如数据中心、封装材料、测试仪器等，强调了这些标的在Q4及明年可能的上市前景与投资价值。

28:52 北交所市场五周年窗口期分析及投资策略
对话总结了北交所市场在五周年窗口期的政策暖意与市场震荡调整态势，强调关注稀缺性标的、优质次新股及并购机会。尽管存在短期扰动因素，但整体市场赔率良好，预计Q4将有量变到质变的机会。华源证券北交所研究团队持续组织深度活动，欢迎交流参与。

发言总结
发言人1
他，即华安证券北交所研究的首席分析师赵浩，在本次会议中首先介绍了自己及会议的主要内容。他强调了电话会议的连续性和“五文化”主题，并预告了会议将涵盖北交所的市场策略报告、政策与市场生态变化梳理、公积金财报深度解读，以及对AI、机器人、半导体产业链等特色行业的深入讨论。他还特别提到，会议将探讨北交所新股情况和高质量扩容。他强调了会议内容的全面性和实用性，鼓励听众每周参与。随后，他深入讨论了北交所半导体产业链的标的和后备军梳理，分析了半导体产业的现状和未来趋势，强调了关注细分赛道和国产替代进程的重要性。此外，他还分享了对北交所材料、设备、零部件、设计和封测等多个环节的见解，为听众提供了详尽的行业洞见和投资建议，并强调了在北交所寻找稀缺性和优质标的的重要性。

问答回顾
发言人1 问：华安证券北交所研究团队的电话会议主要围绕哪些主题展开？
发言人1 答：我们北交所周的电话会议主要围绕五个系列主题展开：首先是对年度策略、半年度策略及季度策略等市场策略报告进行深度分享；其次是对市场政策及生态变化进行梳理和解读；第三是针对公积金的财报，包括季度数据、半年度数据和年度数据提供深度解读；第四是定期对北交所特色行业及对应标的进行梳理，例如AI加产业、机器人产业、半导体产业链、商业航天产业和特色消费产业等；最后，会针对北交所中新股的情况，进行多维度分析和分享。

发言人1 问：这次会议具体聚焦于哪个主题？为什么选择这个主题？
发言人1 答：本次会议的主题是“北交所半导体等硬科技产业链的标的及后备军再梳理”。之所以选择这个主题，是因为最近北交所新增了不少半导体产业相关公司，并且有越来越多的拟上市和新三板挂牌公司，尤其是半导体国产化的投资机会愈发明显。此外，在全球科技竞争与产业链重构的大背景下，半导体产业自主可控已成为国家核心战略，而北交所已初步形成涵盖材料设备设计、测试等关键环节的产业雏形，因此对该领域进行深度分享非常必要。

发言人1 问：北交所在半导体领域的特色和发展现状如何？
发言人1 答：相较于科创板，北交所在科创地产方面具有独特特点。目前，北交所在半导体材料环节企业较多，而在芯片设计环节较少，不过随着吉利科技等公司的上市，这一状况有所改善。从财报数据可以看出，AI、光通信封装等领域成为新的增长极。同时，北交所中专注于突破卡脖子环节、致力于打造隐形冠军的创新企业越来越多，且从明年开始，半导体领域的优质标的将更加丰富且核心。

发言人1 问：半导体产品应用及产业链构成是怎样的？
发言人1 答：按照产品应用划分，半导体市场主要分为集成电路、分离器件、光电子器件和传感器四大类，其中集成电路市场份额占比约80%。而从产业链角度看，上游主要包括半导体材料和设备，北交所在这些环节具有特色并逐渐增加中游环节如芯片设计、晶圆制造和封装测试等企业的覆盖。在半导体材料方面，涉及晶圆制造材料（如硅片、特种气体、掩模板等）和封装材料（如封装基板、引线框架、键合丝等）。这些材料对于半导体产品的生产和封装至关重要。

发言人1 问：根据第三方数据，半导体材料市场规模是多少？并且国产化率目前的情况如何？在半导体材料领域，哪些环节实现了国产化突破，并且未来应重点关注哪些方面？
发言人1 答：根据国际半导体产业协会的数据，半导体材料市场规模已经超过800亿美金。目前，国产化率逐渐提升，但仍有一些环节依赖外资企业的进口，尤其是日本在半导体材料领域占据全球龙头地位。不过，在电子化学品、电子气体、抛光材料以及封装基板等领域，国内企业在不断突破并取得进展。在半导体材料领域，随着12寸新增晶圆产线和先进封装产线的增长，叠加国产化政策推动，材料环节尤为重要。特别是配套长存等扩展周期的材料，下游产业集中度提高以及产品验证周期较长的特点意味着早期进入产业链的核心标的将获得先发优势和竞争优势。

发言人1 问：北交所中有哪些具体的半导体材料相关标的？
发言人1 答：北交所涉及的半导体材料相关标的包括光学玻璃、白板基板等材料环节的企业，例如汇丰钻石（金刚石粉末）、凯德石英（石英器件）、归元科技（电子级硅烷气）、集邦科技（表面处理剂）、康美特（LED封装胶）、天马新材（高纯氧化铝）、畅达芯材（环氧模塑料）等。

发言人1 问：对于即将投产或已在排队阶段的半导体材料企业有哪些值得关注的？
发言人1 答：今年中石建的投产项目以及明年的大批量化产业化项目值得关注，此外还有三星电子、中车时代英飞凌等公司的陶瓷管壳与封装散热机版功率半导体关键器件业务，以及康美特的铜电子封装材料等已经上市或在排队阶段的企业。

发言人1 问：半导体设备市场的情况如何？
发言人1 答：全球半导体制造设备原设备制造商（OEM）销售额在2025年预计将超过1300亿美金，主要由AI相关投资驱动，涵盖先进逻辑芯片、存储器及先进封装关键领域。其中，晶圆制造设备占比最高，尤其是前道设备如薄膜沉积设备、光刻机等，以及工艺控制设备的价值占比也较高。在北交所领域，重点请关注公众号思维纪要社，更多纪要请加V西安20210130。同时，还包括腾讯精密、瑞祥智能、中科仪等零部件及设备环节的企业，它们在半导体设备领域也有各自的突破和应用。

发言人1 问：在半导体产业链中，有哪些公司在后备群中值得关注，特别是在设备和零部件环节？
发言人1 答：在设备环节，珠海科技、鼎力科技、天优科技等专注于半导体前道量测设备的公司值得关注。在零部件或设备零件领域，中安电子、宏泰科技、格兰达等公司也逐渐引起注意，尽管这个领域的材料环境相对较少，但随着下游扩产周期的需求增长，相关企业数量和影响力在逐步提升。

发言人1 问：在芯片设计和器件领域，有哪些后备企业表现突出？
发言人1 答：芯片设计领域，杰理科技作为刚上市不久的SOC集成电路设计公司，面向蓝牙、音视频、智能穿戴和智能物联终端等领域提供解决方案，特别是音频模块主控芯片等方面表现出色。此外，恒通光在光通信无源光器件领域占据市场领先地位，奥迪威则在传感器产品上有精良表现，金泰科技也是提供优质产品的代表之一。

发言人1 问：石英晶片是什么，它在半导体产业链中的作用是什么？
发言人1 答：石英晶片是一种利用石英晶体压电效应制成的频率元器件，它在数字电路中起着至关重要的作用，被誉为“数字电路的心脏”。

发言人1 问：在封装测试及配套服务领域，有哪些公司在北交所排队上市，并且具备较高关注度？
发言人1 答：在该领域，华林股份作为封测环节的低层服务公司，拥有一定的关注度，同时还有复旦微电、金城股份、中芯国际、长江科技等企业作为主要客户。此外，福像和利尔达等公司在分销领域也有一定地位。

发言人1 问：为何在北交所关注半导体行业，它与科创板有何区别？
发言人1 答：在北交所关注半导体行业主要是因为该市场能捕捉到在细分赛道领域具备专业性和高弹性的企业，这些公司在产业链发展水平、产链完整性及工程质量等方面具有显著优势。相较于科创板，北交所在公司扩容和增量资金方面具有很大潜力，且更侧重于早期投资和高弹性标的布局。在北交所可以关注参与中国半导体产业自主可控进程细分领域突破的一些重要标的。

发言人1 问：北交所中有哪些具有特色的半导体产业链相关标的？
发言人1 答：北交所中已有多个细分领域的特色半导体产业链标的，如华宇电子、中海科技、德邦国新、鲁智股份等。同时，在高速光模块、AI数据中心、算力及通讯领域，以及封装基板、半导体测试和检测仪器等方面，都有如宇特光电、新宇科技、云岭光电、瑞龙科技和亚信股份等细分领域的优质企业和产品。

发言人1 问：在半导体领域中，有哪些核心的上市公司或环节值得关注？
发言人1 答：在半导体领域，我们关注的核心环节包括中科仪（干式真空泵和真空科学仪器）、连城数控（硅片生长与切片自动化设备）、波浪平台（超硬磨料模具半段加工设备）以及艾维特精密零件等。材料环节中，重点在于光学玻璃、光刻胶、天然水容液等相关供应商，如锦华新材、凯德石英和硅烷科技等。此外，还有电子级硅烷气、纯铜集合仓、康美特电子封装材料、天马新材高纯氧化铝粉体、创达新材环氧模塑料等材料企业。

发言人1 问：对于北交所中的半导体标的，有哪些值得重点关注的公司？
发言人1 答：值得重点关注的北交所半导体标的有三个：首先，中科仪是半导体干式真空泵的龙头，其产品已成功进入国内12寸晶圆厂，且市场对其未来发展持乐观态度；其次，恒通光作为AI数据中心光互联红利的直接受益者，在无源器件等领域表现出持续高增长；最后，杰理科技作为北交所唯一的IC设计标的，也值得关注。

发言人1 问：北交所目前市场情况如何，有哪些潜在的投资机会？
发言人1 答：目前北交所市场处于五周年窗口期，政策端偏暖意，同时整体呈现震荡调整态势，成交额较低，但政策利好叠加多只北交所主题基金获批发行，增量资金有望逐渐流入市场。Q4乃至明年，预计会有较多优质上市公司登陆北交所，形成一定的投资机会。具体投资策略上，建议关注稀缺性标的、中报和三季报表现优质且有增持、回购或股权激励的公司、特色次新股，以及并购外延扩张带来的发展机会。同时，近期股权激励回购和增持行为也是重要的积极信号，为市场提供了较好的赔率，投资者可在谨慎乐观的态度下优选相关标的进行布局。

